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eviee-and-Precess-fer-PfeElueing-a 

• 

Claims 

1. Process for producing a substrate-product substrate combination by aligning, 

bringing into contact, and bonding a contact side (2o) of a large-area substrate (2, 2') to a 

support surface (5o) of a carrier substrate (5, 5') acting as an enforcement of the large- 

area substrate (2, 2'), whereby the large-area substrate (2, 2') —when-eenteet-is-produeed 

—has a larger mean diameter dl than the mean diameter d2 of the carrier substrate (5, 5') 

when contacting, wherein the mean diameter dl, d2 is measured on the maximum of the 

cross sectional contour, 

wherein the large-area substrate (2, 2') is thinned after contacting and thereby the 

mean diameter dl is reduced only by means of the form of the cross section of the large- 

area substrate (2, 2') at its peripheral contour (2u) to dl < d2, wherein the cross sectional 

contour of the large-area substrate (2, 2') on the contact side (2o) comprises a very large 

edge radius, in order to enable the reduction of the mean diameter. 

2. Process 	to Claim 1, i • 	- = - 	-. 	• 	• according 	 : 	: 	:. 	: . : 	: 	:. 	: : 	3 

•:. 	: 	-:. 	- 	":.:.:.: 	- 	- 	• .. 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	:. 

• - 	• - : 	: 	: 	: 	: 	: .. 	. 

d 1 <— d2. 

3. 	Process 	-z 	: 	-• 	 • 	- 	 • ac: 	: 	: 	 .. 	.. 	: 	: 

- - 	 A 	 - 	- 	 -: 	-::- 	- : • 	::. 	: 	: 	: 	: 	::.:-: 	:: 	... 	: 	: 	. 	: 	: 	:4- 	: . 	.- 	: 	:, 	. 

. ; : 
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4 	' 	- 	• 	tt: 	• . 	•  	- - 	- 	- 	• 	t 	-• - 	• 	• 	- : 	 1 	: 	 t : 	: . 	: 	. 	: 

'  	- 	 • 	- 	- 	- 	- 	• • 	= 	• ; 	: 	: ; 	. 	: 	 : 	: 	: 	; 	; 	:.; : 4weeri-Ell-and-€12,- 

according 	one of 	er 	which 	 a 5. Process 	to 	Claims 3 	4, in 	during back thinning, 

thicknessthe 	2') is 	to 	the 	 2a'). -DI  of 	substrate (2, 	reduced up 	or over 	shoulder (2a, 

6. Substrate 	2') 	for the (2, 	 production of a 	substrate product substrate 

-:, 	- 	:•: 	-: 	- 	-: 	-: eenibinatien-13y-alignin 	: 	: 	::- :: 	::•: 	: 	::- :- 	: 	: 

}arg 	-: 	• 	• - 	- 	 - 	- 	- 	 - 	- 	- 	' 	•ereby : 	: 	. ; 	: 	: 	: 	. ; ::: 	. 	: 	: 	: 	: 	: 	. ; 

 - 	" :: . 	, : 	: fyoef-the-eress-seetien 

• - 	- 	.. 	 - 	- : 	; 	: 	: 	: 	:: 	: . 	. 	: . 	: 	; : 

7. Substrate 	to Claim 6, in 	the 	2') has according 	 which 	substrate (2, 	an annular 

:. 	: 	: 	— 	- 	- 	- : 	• 	- 	: 	: 	-g : . : 	 : 	. 	:: 	; 	; : 	an edge radius-and/sr-by 

:: 	- 1 	;:- 	.-:::---- 	• 	::- 	:. 	. 

8. Use 	large • 	- 	• 	• 	• 	• 	- 	-. 	• of a 	,1 	. : 	: 	 : 	. 	: 	: 	: 	ng-anfl 

- 	-:- 	:- 	: 	-:.--; 	-.:--: 	- 	- 	:.:.• 	 - - 	" : 	 : 	:- 	: 	:.-• 	:. 	,... 	: 	: 	. 

z.: 	• 	• 	., 	- 	- 	-• 	• 	- 	. 	 • precessing-ef-the-lar.: : 	• : 	: 	:.. 3: 	.-. 	:.:,- 	: 	: 	7. 	: 	 • 

theinean-diemeter-d2, 

9. Use 	to Claim 8, in 	the diameter d2 is 500 	 in according 	 which 	 1..tm smaller, 

4! ! 	-- 	-- 	- 	- 	- 	! ! 	• 	• •• 	- 	- 	- 	- 	- 	A 	• • .. 	: 	 : 	; 	. : 	. 	: 	; 	: 	 . : 	- 	 -• 

- 	- 	- • 	! ! :. 	: 	: 	; 	; 	: : 	. 	aller, 

10. Device for thc-prefluetierr ef-a-substrate-preduet-substrate-eembinatien-by 

 - 	:: - 	- 	 - 	• " " _ 	: 	. 	: 	; : 	: 	: 	:: 	: _ 	: : 	: 	: 	: 	., 	...: 	:. 	:. 	: 	: 

2') to 	- 	• 	: 	- 	• 	- 	- 	- 	, (2, 	a supp : 	. 	- 	: 	: 	: 	: 	. : 	: 
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• :.•• 	t:- 	 ' 	4 	 " 	• '4" 	' : 	 : 	::•-3: 	: 	: 	:,, I": 	: 	: 	3 	. 	.• :.- 	3 	3. 

A su: 	 - 	- 	the 	2'), : 	: 	: 	: : ing 	substrate (2, 

A carrier substrate holding 	for 	 5'), means (1) 	attaching-the carrier substrate (5, 

Detection 	13) for detection, 	least in means (11, 	 at 	seetiensref-a-peFipheral-eenteur 

(2u) of the substrate (2, 2') attached to the 	holding 	 detection, substrate 	means (1) and 	at 

1-... 	• 	:: 	z• 	; 	: 	-•- 	-:- 	:. 	--:— 	- :- 	. 	. 	: 	.: 	: 

ear-r-iep-substfate-helding-mea 	A 	: 	• 	- 	- 	f the 	2') : 	: 	1,- 	: : 	: : 	substrate (2, 	with 

-carrier substrate (5, the 5'), 

Aligning means (6, 8) for 	the 	 2') aligning 	substrate (2, 	relative to the carrier 

: 	: 	- 	 " 	• 	" 	" 	• -: 	: 	- 	 - 	-: " . 	 : 	:. 	:: 	: 	:: 	: 	:- 	: 	-- 	- 

based-en-the-peripheral-eentour- 	: " - :: 	- :. - 	- - " . 	. 	: 	: 	; 	::.- 	:.• : 

Contacting means (3 	 - : 	; 	 : 	_ 	: 	. 	: 	• 	:. 	3 

11. 	D:. 	:.:..-:: 	:.•.: 	-- 	e 	 ' 	' 	 - : 	 .,-- 	:::;.- 	z- 	:, 	 : 	, 

to the substrate (2, 2') and/or 	to the 	 5') 	be 

	

relative 	carrier substrate (5, 	can 	rotated-by 

: 	: 	-: 	• 	" 	:.•.. 	::.• 	:: 	-: 	- 	 • 	- . 	: 	:- 	. 	: 	: 	.. : 	: 	. . 	)-and,ter-relative 

to the carrier substrate (5, 5') by 	• • • 	 - 	• 	- an adju 	 : 	: 	; : 	; 	:: 	: 

parallel-t.e-the-sentant-plane: 

9 : 	- - 	: :.- 	• 	! : : 	: 	: 	ereby-the-deteetierrineans-(4-17-1-3-) 

- : 	- 	- 	- 	• 	 - 	-.• 	- - - : : 	.„.• 	: 	: :,- 	: . 	: 	: 	: 	: 	. 	1 	• 	; - - 	: - : 

: 	- 	: -. : - 	- 	- : 	- 	• 	::. 	" 7. 	3 	• " .• 	..• 	. 	: 	. 	..: 	; 	: 	: 	: 	3 	: 	 - 	.-- 	: 	" 3 	. : 	: 	3 ' 

(-23-22)-andler-the 	 5'). carrier substrate (5, 
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means (11, 13) are designed to do 	• ;: -- ; 	: - : : • ; 	: - 	• : - : - : - 	- : 	- 	. • : : 	; 

2') on its 	- - 	: perip • -: : .. • - - . • • : • - : : . : " : 

1 • - 	: - 	: 	- : : : - : - - 	- 	- : 	..:- : - : ....: - - : : 	.. : 	: - 

' 	D ; 	t: 	: t.:: : 	• 	;:.: :-; 	: - • ! : device 

- ;: — : 	:: - .". : 

: 	_ 

; ..- . : : 	: • 

•- 

• - 

13, 

of 

whereby the 

the substrate 

has 

•• 	- : 	: 	: • - • - : 

-4  

- - : 	: 	. : : : — .. 	: - ; 	. 

(2, 2') up 

15. 	Sub - ; 	: 

of a carrier substrate (5, 5'), whereby the substrate (2, 

: 

has a 	-mean-diameter dl 

than-the-mean-Eliameter-d2-ef-the carri 	substrate 

2') larger 

(5, 5'). 


